
MCP2561/2FD
高速CAN灵活数据速率收发器
特性：

• 针对CAN FD（灵活数据速率）的2 Mbps、5 Mbps   
和8 Mbps的传输操作进行过优化

- 最长传播延时：120 ns
- 环回延迟对称：-10%/+10%（2 Mbps）

• 满足 ISO-11898-2 和 ISO-11898-5 标准的物理层
要求

• 待机电流超低（5 µA，典型值）

• VIO电源引脚直接连接到具有1.8V到5.5V I/O的CAN 
控制器和单片机

• SPLIT输出引脚以偏置分裂端接方案稳定共模

• CAN总线引脚在器件未上电时处于断开状态

- 未上电节点或欠压事件不会增加CAN总线的
负载

• 接地故障检测：

- 对TXD的恒显性检测

- 对总线的恒显性检测

• VDD引脚具有上电复位和欠压保护

• 防止因短路（正 /负电池电压）而造成损坏

• 防止在汽车环境中出现瞬态高电压

• 自动热关断保护

• 适用于12V和24V系统

• 满足或超出严格的汽车设计要求（包括“汽车应用
中LIN、CAN和FlexRay接口的硬件要求”，版本
1.3，2012年5月）

- 使用共模扼流器（Common Mode Choke，  
CMC）满足2 Mbps时的辐射发射要求

- 使用CMC满足2 Mbps时的DPI要求

• CANH和CANL上具有高ESD保护，符合
IEC61000-4-2标准，高达±14 kV

• 采用8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚3x3 DFN 
封装

• 温度范围：

- 扩展级（E）：-40°C至+125°C
- 高温（H）：-40°C至+150°C

说明：

MCP2561/2FD是Microchip的第二代高速CAN收发器，
可提供与MCP2561/2相同的功能。此外，它还能保证环
回延迟对称，以支持CAN FD所需的更高数据速率。最 
大传播延时也得到进一步改善，能够支持更长的总线。

该器件满足汽车应用对CAN FD位速率（超过2 Mbps）、
低静态电流、电磁兼容性 （Electromagnetic 
Compatibility， EMC）和静电放电（Electrostatic 
Discharge， ESD）的要求。

封装类型  

MCP2561/2FD系列型号

MCP2562FD
PDIP和SOIC

VDD

VSS

RXD

CANH

CANL

1

2

3

4

8

7

6

5 VIO

STBYTXD

MCP2561FD
PDIP和SOIC

VDD

VSS

RXD

CANH

CANL

1

2

3

4

8

7

6

5 SPLIT

STBYTXD

MCP2561FD
3x3 DFN*

VDD

VSS

RXD

CANH

CANL

1

2

3

4

8

7

6

5 SPLIT

STBYTXD

EP
9

MCP2562FD
3x3 DFN*

VDD

VSS

RXD

CANH

CANL

1

2

3

4

8

7

6

5 VIO

STBYTXD

EP
9

* 包括外露散热焊盘（EP）；见表1-2

器件 特性 说明

MCP2561FD SPLIT引脚 共模稳定

MCP2562FD VIO引脚 数字 I/O引脚上的内部电平转换器

注：有关订购信息，请参见第29页上的 “产品标识体系”。
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MCP2561/2FD
框图
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注 1： 仅实现一个接收器。此接收器可在低功耗模式或高速模式下工作。

2： 仅MCP2561FD具有SPLIT引脚。

3： 仅MCP2562FD具有VIO引脚。在MCP2561FD中，数字 I/O的电源内部连接到VDD。
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MCP2561/2FD
1.0 器件概述

MCP2561/2FD是一款高速容错的CAN器件，可用作
CAN协议控制器和物理总线之间的接口。MCP2561/2FD
器件为CAN协议控制器提供差分式发送和接收功能，
与 ISO-11898-2和 ISO-11898-5标准完全兼容。

该器件可确保环回延迟对称，从而能够支持CAN FD 
（灵活数据速率）高达5 Mbps的数据速率。最大传播 
延时也得到进一步改善，能够支持更长的总线。

通常，CAN 系统中的每个节点都必须有一个器件将
CAN控制器生成的数字信号转换成适合通过总线电缆
传输的信号（差分输出）。它还在CAN控制器和CAN
总线上由外部源产生的高压尖峰之间提供一个缓冲器。

1.1 模式控制模块

MCP2561/2FD支持两种工作模式：

• 正常模式

• 待机模式

表1-1总结了这两种模式。

1.1.1 正常模式

通过向STBY引脚施加低电平来选择正常模式。驱动器
模块处于工作状态，可驱动总线引脚。CANH和CANL
上输出信号的斜率经过优化，可最大程度减少电磁辐射
（Electromagnetic Emissions，EME）。

高速差分接收器处于活动状态。

1.1.2 待机模式

通过向STBY引脚施加高电平将器件置于待机模式。待
机模式下，发送器以及接收器的高速部分被关闭，以最
大程度降低功耗。低功耗接收器和唤醒滤波器被使能，
以监视总线活动。由于使能了唤醒滤波器，接收引脚
（RXD）将延迟CAN总线的表示。

CAN控制器由RXD引脚上的下降沿（CAN总线的显性
状态）触发中断。CAN控制器必须通过STBY引脚将
MCP2561/2FD重新置回正常模式，才可以使能高速数
据通信。

CAN总线唤醒功能要求电源电压VDD和VIO均处于有效
范围。

1.2  发送器功能

CAN总线有两种状态：

• 显性状态

• 隐性状态

当CANH与CANL之间的差分电压大于VDIFF(D)(I)时呈
显性状态。当差分电压小于VDIFF(R)(I)时呈隐性状态。
显性状态和隐性状态分别对应于TXD输入引脚的低电平
和高电平状态。不过，其他CAN节点触发的显性状态
会改写CAN总线上的隐性状态。

1.3 接收器功能

在正常模式下，RXD输出引脚反映了CANH与CANL之
间的差分总线电压。RXD输出引脚的低电平状态和高电
平状态分别对应CAN总线的显性状态和隐性状态。

1.4 内部保护

CANH和CANL可以免受CAN总线上的电池短路和电气
瞬态的影响。这一特性可防止发送器输出级在此类故障
条件下受损。

热关断电路在结温超过+175°C的标称限值时会禁止输
出驱动器，从而进一步保护器件免受过大负载电流的影
响。芯片的所有其他部分仍保持工作状态，并且由于发
送器输出的功耗降低，芯片温度也随之下降。这一保护
措施对于防止因短路而造成的总线损坏至关重要。

表1-1： 工作模式

模式 STBY引脚
RXD引脚

低电平 高电平

正常 低电平 总线为显性状态 总线为隐性状态

待机 高电平 检测到唤醒请求 未检测到唤醒请求
 2014 Microchip Technology Inc. DS20005284A_CN 第3页



MCP2561/2FD
1.5 恒显性检测

MCP2561/2FD器件可防止出现以下两种状态：

• TXD的恒显性状态

• 总线的恒显性状态

在正常模式下，如果MCP2561/2FD检测到TXD输入引
脚长期处于低电平状态，它将禁止CANH和CANL输出
驱动器，以防止损坏CAN总线上的数据。TXD变为高电
平之前，这些驱动器将保持禁止状态。

在待机模式下，如果MCP2561/2FD检测到总线长期处
于显性状态，则器件将RXD引脚设置为隐性状态。这会
使连接的控制器进入低功耗模式，直至显性问题得以解
决。RXD被锁存为高电平，直至总线上检测到隐性状
态，并再次使能唤醒功能。

两种状态的超时均为1.25 ms（典型值）。这意味着最 
大位时间为69.44 µs（14.4 kHz），因此总线上最多可  
以有18个连续的显性位。

1.6 上电复位（POR）和欠压检测

MCP2561/2FD的两个电源引脚VDD和VIO上均具有欠压
检测功能。VIO和VDD的典型欠压阈值分别为1.2V和
4V。

器件上电后，CANH和CANL保持高阻态，直至VDD和
VIO超出欠压阈值。上电后，如果VDD的电压低于欠压
阈值，则CANH和CANL将进入高阻态，从而在正常工
作时提供欠压保护。

在正常模式下，当VDD上出现欠压情况时，接收器输出
会被强制为隐性状态。在待机模式下，仅当VDD和VIO

电源电压均超过各自的欠压阈值时，才会使能低功耗接
收器。达到这些阈值电压后，低功耗接收器将不再受
POR比较器控制，并在VDD电源电压低至约2.5V时仍
可正常工作（MCP2561/2FD）。VIO电源低至1.8V时，
MCP2562FD仍可向RXD引脚传输数据。

1.7 引脚说明

表1-2介绍了引脚分配。

表1-2： MCP2561/2FD引脚说明

MCP2561FD
3x3 DFN

MCP2561FD
PDIP和SOIC

MCP2562FD
3x3 DFN

MCP2562FD
PDIP和SOIC

符号 引脚功能

1 1 1 1 TXD 发送数据输入

2 2 2 2 VSS 地

3 3 3 3 VDD 电源电压

4 4 4 4 RXD 接收数据输出

5 5 — — SPLIT 共模稳定——仅限MCP2561FD

— — 5 5 VIO 数字 I/O电源引脚——仅限MCP2562FD

6 6 6 6 CANL CAN低电平电压 I/O

7 7 7 7 CANH CAN高电平电压 I/O

8 8 8 8 STBY 待机模式输入

9 — 9 — EP 外露散热焊盘
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MCP2561/2FD
1.7.1 发送器数据输入引脚（TXD）

CAN 收发器根据TXD 来驱动差分输出引脚CANH 和
CANL。该输入引脚通常连接到CAN控制器器件的发送
器数据输出。当TXD为低电平时，CANH和CANL均处
于显性状态。当TXD为高电平时，CANH和CANL均处
于隐性状态，前提是其他CAN节点未驱动处于显性状
态的CAN总线。TXD通过一个内部上拉电阻（标称值为
33 k）连接到MCP2561FD中的VDD 或MCP2562FD 
中的VIO。

1.7.2 电源接地引脚（VSS）

电源接地引脚。

1.7.3 电源电压引脚（VDD）

正电源电压引脚。为发送器和接收器（包括唤醒接收
器）供电。

1.7.4 接收器数据输出引脚（RXD）

RXD 是与CMOS 兼容的输出引脚，可根据CANH 和
CANL引脚上的差分信号来驱动高电平或低电平，它通
常连接到CAN控制器器件的接收器数据输入。当CAN
总线处于隐性状态时，RXD为高电平；当CAN总线处于
显性状态时，它为低电平。RXD 由MCP2561FD 中的
VDD或MCP2562FD中的VIO供电。

1.7.5 SPLIT引脚（仅限MCP2561FD）

参考电压输出（定义为VDD/2）。该引脚仅在正常模式
下有效。在待机模式下或当VDD断开时，SPLIT悬空。

1.7.6 VIO引脚（仅限MCP2562FD）

为数字I/O引脚供电。在MCP2561FD中，数字I/O（TXD、
RXD和STBY）的电源内部连接到VDD。

1.7.7 CAN低电压引脚（CANL）

CANL输出驱动CAN差分总线的低端。该引脚还在器件
内部连接至接收输入比较器。MCP2561/2FD未上电
时，CANL与总线断开。

1.7.8 CAN高电压引脚（CANH）

CANH输出驱动CAN差分总线的高端。该引脚还在器件
内部连接至接收输入比较器。MCP2561/2FD未上电
时，CANH与总线断开。

1.7.9 待机模式输入引脚（STBY）

通过该引脚选择正常模式或待机模式。在待机模式下，
会关断发送器、高速接收器和SPLIT，仅激活低功耗接
收器和唤醒滤波器。STBY通过一个内部MOS上拉电阻
连接到MCP2561FD中的VDD或MCP2562FD中的VIO。
MOS上拉电阻的阻值取决于电源电压。电源电压为
5V、3.3V和1.8V时，其典型值分别为660 k、1.1 M
和4.4 M。

1.7.10 外露散热焊盘（EP）

建议将此焊盘连接到VSS，以增强电磁抗扰性并增大
热阻。
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MCP2561/2FD
1.8 典型应用

为满足EMC/EMI要求，当数据速率高于1 Mbps时，可 
能需要共模扼流器（CMC）。

图1-1： 具有SPLIT引脚的MCP2561FD

图1-2： 具有VIO引脚的MCP2562FD
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注 1: 可选电阻，能够在总线发生故障（CANL短接到地）时实现通信。
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MCP2561/2FD
2.0 电气特性

2.1 术语和定义

ISO-11898中定义了许多术语来描述CAN收发器器件的
电气特性。本节总结了这些术语和定义。

2.1.1 总线电压

VCANL和VCANH表示总线CANL和CANH相对于各CAN
节点地的电压。

2.1.2 共模总线电压范围

在VCANL和VCANH相对于地的边界电压范围内，即使连
接到总线上的CAN节点数达到最大，也可正常工作。

2.1.3 （CAN节点的）内部差分电容CDIFF

当CAN节点与总线断开时，隐性状态下CANL和CANH
之间的电容（见图2-1）。

2.1.4 （CAN节点的）内部差分电阻RDIFF

当CAN节点与总线断开时，隐性状态下CANL和CANH
之间的电阻（见图2-1）。

2.1.5 （CAN总线的）差分电压VDIFF

双线CAN总线的差分电压，其值为 
VDIFF = VCANH – VCANL。

2.1.6 （CAN节点的）内部电容CIN

当CAN 节点与总线断开时，隐性状态下CANL（或
CANH）与地之间的电容（见图2-1）。

2.1.7 （CAN节点的）内部电阻RIN

当CAN 节点与总线断开时，隐性状态下CANL（或
CANH）与地之间的电阻（见图2-1）。

图2-1： 物理层定义 

RIN

RIN
RDIFF

CIN CIN

CDIFF

CANL

CANH

地

ECU
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MCP2561/2FD
2.2 绝对最大值 †

VDD.............................................................................................................................................................................7.0V

VIO..............................................................................................................................................................................7.0V

TXD、RXD、STBY和VSS上的直流电压 .............................................................................................. -0.3V至VIO + 0.3V

CANH、CANL和SPLIT上的直流电压...........................................................................................................-58V至+58V

CANH和CANL上的瞬态电压（ISO-7637）（见图2-5）..........................................................................-150V至+100V

存储温度 .................................................................................................................................................. -55°C至+150°C

工作环境温度........................................................................................................................................... -40°C至+150°C

虚拟结温TVJ（IEC60747-1）.................................................................................................................. -40°C至+190°C

引脚焊接温度（10秒）..........................................................................................................................................+300°C

MCP2561FD的CANH和CANL引脚上的ESD保护（IEC 61000-4-2） .................................................................±14 kV

MCP2562FD的CANH和CANL引脚上的ESD保护（IEC 61000-4-2） ...................................................................±8 kV

CANH和CANL引脚上的ESD保护（IEC 801；人体模型）.....................................................................................±8 kV

所有其他引脚上的ESD保护（IEC 801；人体模型）...............................................................................................±4 kV

所有引脚上的ESD保护（IEC 801；机器模型）.....................................................................................................±300V

所有引脚上的ESD保护（IEC 801；充电设备模型）..............................................................................................±750V

† 注意：如果器件的工作条件超过上述“最大值”，可能对器件造成永久性损坏。上述数值为工作条件最大值，我们 
建议不要使器件工作在最大值甚至超过最大值的条件下。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性可能受到影响。
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MCP2561/2FD
2.3 直流特性 

电气特性：除非另外说明，否则扩展级（E）：TAMB = -40°C至+125°C，高温（H）：TAMB = -40°C至+150°C； 
VDD = 4.5V至5.5V，VIO = 1.8V至5.5V（注2），RL = 60，CL = 100 pF。

特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

电源

VDD引脚

电压范围 VDD 4.5 — 5.5

电源电流 IDD — 5 10 mA 隐性；VTXD = VDD

— 45 70 显性；VTXD = 0V

待机电流 IDDS — 5 15 µA MCP2561FD

— 5 15 MCP2562FD；包括 IIO

POR比较器的高电平 VPORH 3.8 — 4.3 V

POR比较器的低电平 VPORL 3.4 — 4.0 V

POR比较器的迟滞 VPORD 0.3 — 0.8 V

VIO引脚

数字电源电压范围 VIO 1.8 — 5.5 V

VIO上的电源电流 IIO — 4 30 µA 隐性；VTXD = VIO

— 85 500 显性；VTXD = 0V

待机电流 IDDS — 0.3 1 µA （注1）

VIO上的欠压检测 VUVD(IO) — 1.2 — V （注1）

总线（CANH；CANL）发送器

CANH；CANL： 
隐性总线输出电压

VO(R) 2.0 0.5VDD 3.0 V VTXD = VDD；无负载

CANH；CANL： 
待机模式下的总线输出电压

VO(S) -0.1 0.0 +0.1 V STBY = VTXD = VDD；无负载

隐性输出电流 IO(R) -5 — +5 mA -24V < VCAN < +24V

CANH：显性输出电压 VO(D) 2.75 3.50 4.50 V TXD = 0；RL = 50至65

CANL：显性输出电压 0.50 1.50 2.25 RL = 50至65

对称显性输出电压
（VDD – VCANH – VCANL）

VO(D)(M) -400 0 +400 mV  VTXD = VSS（注1）

显性：差分输出电压 VO(DIFF) 1.5 2.0 3.0 V VTXD = VSS；RL = 50至65
图2-2和图2-4

隐性：差分输出电压 -120 0 12 mV VTXD = VDD

图2-2和图2-4

-500 0 50 mV VTXD = VDD，无负载。
图2-2和图2-4

注 1： 特性值，未经完全测试。

2： 仅MCP2562FD具有VIO引脚。对于MCP2561FD，VIO内部连接到VDD。

3： -12V至12V由特性确保，经过 -2V至7V的测试。
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MCP2561/2FD
CANH：短路输出电流 IO(SC) -120 85 — mA VTXD = VSS；VCANH = 0V；
CANL：悬空

-100 — — mA 同上，但VDD = 5V，
TAMB = 25°C（注1）

CANL：短路输出电流 — 75 +120 mA VTXD = VSS ；VCANL = 18V ；
CANH：悬空

— — +100 mA 同上，但VDD = 5V，
TAMB = 25°C（注1）

总线（CANH；CANL）接收器

隐性差分输入电压 VDIFF(R)(I) -1.0 — +0.5 V 正常模式；
-12V < V(CANH, CANL) < +12V；
见图2-6（注3）

-1.0 — +0.4 待机模式；
-12V < V(CANH, CANL) < +12V；
见图2-6（注3）

显性差分输入电压 VDIFF(D)(I) 0.9 — VDD V 正常模式；
-12V < V(CANH, CANL) < +12V；
见图2-6（注3）

1.0 — VDD 待机模式；
-12V < V(CANH, CANL) < +12V；
见图2-6（注3）

差分接收器阈值 VTH(DIFF) 0.5 0.7 0.9 V 正常模式；
-12V < V(CANH, CANL) < +12V；
见图2-6（注3）

0.4 — 1.15 待机模式；
-12V < V(CANH, CANL) < +12V；
见图2-6（注3）

差分输入迟滞 VHYS(DIFF) 50 — 200 mV 正常模式，见图2-6，（注1）

共模输入电阻 RIN 10 — 30 kΩ （注1）

共模电阻匹配 RIN(M) -1 0 +1 % VCANH = VCAN，（注1）

差分输入电阻 RIN(DIFF) 10 — 100 kΩ （注1）

共模输入电容 CIN(CM) — — 20 pF VTXD = VDD；（注1）

差分输入电容 CIN(DIFF) — — 10 VTXD = VDD；（注1）

CANH和CANL：
输入泄漏电流

ILI -5 — +5 µA VDD = VTXD = VSTBY = 0V。
对于MCP2562FD，VIO = 0V。
VCANH = VCANL = 5V。

2.3 直流特性（续）

电气特性：除非另外说明，否则扩展级（E）：TAMB = -40°C至+125°C，高温（H）：TAMB = -40°C至+150°C；
VDD = 4.5V至5.5V，VIO = 1.8V至5.5V（注2），RL = 60Ω，CL = 100 pF。

特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

注 1： 特性值，未经完全测试。

2： 仅MCP2562FD具有VIO引脚。对于MCP2561FD，VIO内部连接到VDD。

3： -12V至12V由特性确保，经过 -2V至7V的测试。
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MCP2561/2FD
共模稳定输出（SPLIT）

输出电压 Vo 0.3VDD 0.5VDD 0.7VDD V 正常模式； 
ISPLIT = -500 µA至+500 µA

0.45VDD 0.5VDD 0.55VDD V 正常模式；RL  1 M

泄漏电流 IL -5 — +5 µA 待机模式； 
VSPLIT = -24V至+24V
（ISO 11898：-12V ~ +12V）

数字输入引脚（TXD和STBY）

高电平输入电压 VIH 0.7VIO — VIO + 0.3 V

低电平输入电压 VIL -0.3 — 0.3VIO V

高电平输入电流 IIH -1 — +1 µA

TXD：低电平输入电流 IIL(TXD) -270 -150 -30 µA

STBY：低电平输入电流 IIL(STBY) -30 — -1 µA

接收数据（RXD）输出

高电平输出电压 VOH VDD - 0.4 — — V IOH = -2 mA（MCP2561FD）；   
典型值为 -4 mA

VIO - 0.4 — — IOH = -1 mA（MCP2562FD）；   
典型值为 -2 mA

低电平输出电压 VOL — — 0.4 V IOL = 4 mA；典型值为8 mA

热关断

关断结温 TJ(SD) 165 175 185 °C -12V < V(CANH, CANL) < +12V， 
（注1）

关断温度迟滞 TJ(HYST) 20 — 30 °C -12V < V(CANH, CANL) < +12V，
（注1）

2.3 直流特性（续）

电气特性：除非另外说明，否则扩展级（E）：TAMB = -40°C至+125°C，高温（H）：TAMB = -40°C至+150°C； 
VDD = 4.5V至5.5V，VIO = 1.8V至5.5V（注2），RL = 60，CL = 100 pF。

特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

注 1： 特性值，未经完全测试。

2： 仅MCP2562FD具有VIO引脚。对于MCP2561FD，VIO内部连接到VDD。

3： -12V至12V由特性确保，经过 -2V至7V的测试。
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图2-2： 物理位表示和简化的偏置实现 
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MCP2561/2FD
图2-3： 测试负载条件

2.4 交流特性

电气特性：除非另外说明，否则扩展级（E）：TAMB = -40°C至+125°C，高温（H）：TAMB = -40°C至+150°C；
VDD = 4.5V至5.5V，VIO = 1.8V至5.5V（注2），RL = 60Ω，CL = 100 pF。

参数
编号

符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位 条件

1 tBIT 位时间 0.2 — 69.44 µs

2 fBIT 位频率 14.4 — 5000 kHz

3 tTXD-BUSON TXD低电平到总线显性的延时 — 65 — ns （注1）

4 tTXD-BUSOFF TXD高电平到总线隐性的延时 — 90 — ns （注1）

5 tBUSON-RXD 总线显性到RXD的延时 — 60 — ns （注1）

6 tBUSOFF-RXD 总线隐性到RXD的延时 — 65 — ns （注1）

7 tTXD - RXD TXD到RXD的传播延时 — 90 120 ns

— 120 180 ns RL = 120Ω，
CL = 200 pF（注1）

8a tBIT(RXD),2M RXD上的隐性位时间——
2 Mbps，环回延迟对称

450 485 550 ns tBIT(TXD) = 500 ns，
请参见图2-10

400 460 550 ns tBIT(TXD) = 500 ns，
请参见图2-10，
RL = 120Ω，
CL = 200 pF（注1）

8b tBIT(RXD),5M RXD上的隐性位时间——
5 Mbps，环回延迟对称

160 185 220 ns tBIT(TXD) = 200 ns，
请参见图2-10

8c tBIT(RXD),8M RXD上的隐性位时间——
8 Mbps，环回延迟对称

85 105 140 ns tBIT(TXD) = 120 ns，
请参见图2-10
（注1）

9 tFLTR(WAKE) 总线显性到RXD的延时
（待机模式）

0.5 1 4 µs 待机模式

10 tWAKE 待机模式到正常模式的延时 5 25 40 µs STBY的下降沿

11 tPDT 恒显性检测时间 — 1.25 — ms TXD = 0V

12 tPDTR 恒显性定时器复位 — 100 — ns TXD或CAN总线上可复位
恒显性定时器的最短隐性
脉冲

注 1： 特性值，未经完全测试。

VDD/2

CL

RL

引脚 引脚

VSS VSS

CL

RL = 464 Ω

CL = 50 pF（对于所有数字引脚）

负载条件 1 负载条件 2
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图2-4： 电气特性的测试电路

图2-5： 汽车瞬态的测试电路

图2-6： 接收器迟滞

GND

RXD

SPLIT

TXD

RL CL

15 pF

CANH

CANL

CAN
收发器

0.1 µFVDD

STBY

注：在MCP2562FD上，VIO与VDD相连。

GND

RXD

SPLIT

TXD

RL

500 pF

500 pF

注 1： 在MCP2562FD上，VIO与VDD相连。

2： 瞬态测试波形应该与 ISO-7637第1部分中的测试脉冲1、2、3a和3b一致。

CANH

CANL

CAN
收发器

瞬态

发生器

STBY

VOH

VOL

0.5 0.9

VDIFF (h)(i)

VDIFF（V）

RXD（接收数据
输出电压）

VDIFF (r)(i) VDIFF (d)(i)
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2.5 时序图和规范

图2-7： 交流特性时序图 

图2-8： 从待机状态唤醒的时序图 

图2-9： 恒显性定时器复位检测

3

7 4

7

0V

VDD
TXD（发送数据
输入电压）

VDIFF（CANH
和 CANL 差分
电压）

RXD（接收数据
输出电压）

5
6

VTXD = VDD 10

0V

VDD
VSTBY

VCANH/VCANL

输入电压

0

VDD/2

11 12

TXD

VDIFF（VCANH-VCANL）
驱动器关闭

下降沿之后 CAN 总线变为显性状态之前的最小脉冲宽度
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MCP2561/2FD
图2-10： 环回延迟对称时序图

 

TXD

5*tBIT(TXD)

tBIT(TXD)

tBIT(RXD)

RXD

8

注： 在RXD引脚上测得五个显性位之后的隐性位的位时间。由于环回延迟对称且CAN收发器
不是推挽式驱动器，因此隐性位的位时间趋于变短。

2.6 热规范

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

温度范围

规定温度范围 TA -40 — +125 C

-40 — +150

工作温度范围 TA -40 — +150 C

存储温度范围 TA -65 — +155 C

封装热阻

热阻，8引脚3x3 DFN JA — 56.7 — C/W

热阻，8引脚PDIP JA — 89.3 — C/W

热阻，8引脚SOIC JA — 149.5 — C/W
DS20005284A_CN 第16页  2014 Microchip Technology Inc.
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3.0 封装信息

3.1 封装标识信息 

8 引脚 PDIP（300 mil） 示例：

8 引脚 SOIC（150 mil） 示例：

图注： XX...X 客户指定信息 
Y 年份代码（日历年的最后一位数字） 
YY 年份代码（日历年的最后两位数字） 
WW 星期代码（一月一日的星期代码为“01”） 
NNN 以字母数字排序的追踪代码 

 雾锡（Matte Tin，Sn）的JEDEC无铅标志 
* 表示无铅封装。JEDEC无铅标志（    ）标示于此种封装的外包装 

上。

注： Microchip 部件编号如果无法在同一行内完整标注，将换行标出，因此会限制表
示客户指定信息的字符数。

3e

3e

示例：8 引脚 DFN（3x3 mm）

8 引脚 PDIP（300 mil） 示例：

XXXXXXXX
XXXXXNNN

YYWW

2561FD
E/P ^^256 

1307
3e

器件编号 代码

MCP2561FD-E/MF DADY

MCP2561FDT-E/MF DADY

MCP2561FD-H/MF DADZ

MCP2561FDT-H/MF DADZ

MCP2562FD-E/MF DAEA

MCP2562FDT-E/MF DAEA

MCP2562FD-H/MF DAEB

MCP2562FDT-H/MF DAEB

DADY
1307
256

NNN

2561FDE
SN ^^1246 

256
3e 或

2561FDH
SN ^^1246 

256
3e

或
2561FD

H/P ^^256 
1307
3e
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Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封双列扁平无脚封装（MF）——主体3x3x0.9 mm [DFN]

http://www.microchip.com/packaging Microchip

2
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MCP2561/2FD
Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封双列扁平无脚封装（MF）——主体3x3x0.9 mm [DFN]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP2561/2FD
Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封双列扁平无脚封装（MF）——主体3x3x0.9 mm [DFN]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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B

A

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Microchip Technology Drawing No. C04-018D Sheet 1 of 2

8-Lead Plastic Dual In-Line (P) - 300 mil Body [PDIP]

eB

E

A

A1

A2

L

8X b

8X b1

D

E1

c

C

PLANE

.010 C

1 2

N

NOTE 1

TOP VIEW

END VIEWSIDE VIEW

e

8引脚塑封双列直插式封装（P）——主体300 mil [PDIP]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP2561/2FD
Microchip Technology Drawing No. C04-018D Sheet 2 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

8-Lead Plastic Dual In-Line (P) - 300 mil Body [PDIP]

Units INCHES
Dimension Limits MIN NOM MAX

Number of Pins N 8
Pitch e .100 BSC
Top to Seating Plane A - - .210
Molded Package Thickness A2 .115 .130 .195
Base to Seating Plane A1 .015
Shoulder to Shoulder Width E .290 .310 .325
Molded Package Width E1 .240 .250 .280
Overall Length D .348 .365 .400
Tip to Seating Plane L .115 .130 .150
Lead Thickness c .008 .010 .015
Upper Lead Width b1 .040 .060 .070
Lower Lead Width b .014 .018 .022
Overall Row Spacing eB - - .430

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

3.

1.

protrusions shall not exceed .010" per side.

2.

4.

Notes:

§

- -

Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions.  Mold flash or

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
§ Significant Characteristic

Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

e

DATUM A DATUM A

e

b
e
2

b
e
2

ALTERNATE LEAD DESIGN
(VENDOR DEPENDENT)

8引脚塑封双列直插式封装（P）——主体300 mil [PDIP]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP2561/2FD
Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封窄条小外形封装（SN）——主体3.90 mm [SOIC]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP2561/2FD
Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封窄条小外形封装（SN）——主体3.90 mm [SOIC]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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8引脚塑封窄条小外形封装（SN）——主体3.90 mm [SOIC]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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注：
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附录A： 版本历史

版本A（2014年3月）

本文档的初始版本。
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注：
DS20005284A_CN 第28页  2014 Microchip Technology Inc.



MCP2561/2FD
产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

器件编号 -X /XX

封装温度范围器件

   

器件： MCP2561FD：带SPLIT的高速CAN收发器
MCP2561FDT：带SPLIT的高速CAN收发器 

（卷带式）（仅DFN和SOIC）
MCP2562FD：带VIO的高速CAN收发器

MCP2562FDT：带VIO的高速CAN收发器 

（卷带式）（仅DFN和SOIC）

温度范围： E = -40°C至+125°C（扩展级）

H = -40°C至+150°C（高温）

封装： MF = 塑封双列扁平无脚封装——主体3x3x0.9 mm， 
8引脚

P = 塑封双列直插式封装——主体300 mil，8引脚

SN = 塑封窄条小外形封装——主体3.90 mm，8引脚

示例：

a) MCP2561FD-E/MF： 扩展级温度， 

8引脚3x3 DFN封装。

b) MCP2561FDT-E/MF： 卷带式， 

扩展级温度， 
8引脚3x3 DFN封装。

c) MCP2561FD-E/P： 扩展级温度， 

8引脚PDIP封装。

d) MCP2561FD-E/SN： 扩展级温度， 

8引脚SOIC封装。

e) MCP2561FDT-E/SN： 卷带式， 

扩展级温度， 
8引脚SOIC封装。

a) MCP2561FD-H/MF： 高温， 

8引脚3x3 DFN封装。

b) MCP2561FDT-H/MF：卷带式， 
高温， 

8引脚3x3 DFN封装。

c) MCP2561FD-H/P： 高温， 

8引脚PDIP封装。

d) MCP2561FD-H/SN： 高温， 

8引脚SOIC封装。

e) MCP2561FDT-H/SN： 卷带式， 

高温， 
8引脚SOIC封装。
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请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的

操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视

为违反了《数字器件千年版权法案（Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的   

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。
提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含
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